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§1 重要提示 

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：

保证季度报告中财务报告的真实、完整。 

§2 公司基本情况 

2.1 主要会计数据及财务指标 

单位：（人民币）元 

 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 

总资产（元） 2,739,519,269.62 2,051,069,265.06 33.57%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,444,145,373.20 1,512,113,068.54 -4.49%

股本（股） 482,829,608.00 482,829,608.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 

2.99 3.13 -4.47%

 

 2009 年 7-9 月 比上年同期增减

（％） 2009 年 1-9 月 比上年同期增减

（％） 

营业总收入（元） 153,846,867.83 -34.85% 424,875,109.85 -37.48%

归属于上市公司股东的净利润（元） -24,812,809.02 -206.92% -44,880,807.11 -143.39%

经营活动产生的现金流量净额（元） - - -24,321,364.84 -119.82%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 

- - -0.05 -120.00%

基本每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.0930 -141.65%

稀释每股收益（元/股） -0.05 -200.00% -0.0930 -141.65%

净资产收益率（%） -1.72% -3.11% -3.11% -9.95%

扣除非经常性损益后的净资产收益率

（%） 
-2.11% -3.66% -4.72% -10.04%

单位：（人民币）元 

非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 

非流动资产处置损益 13,499,997.52 

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
10,167,946.53 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,564.23 

少数股东权益影响额 -26,745.75 

所得税影响额 -798,717.39 
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合计 23,304,045.14 - 

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 

单位：股 

报告期末股东总数（户） 43,987

前十名无限售条件流通股股东持股情况 

股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 

天津药业集团有限公司 95,886,166 人民币普通股 

天津经发投资有限公司 4,347,279 人民币普通股 

中国建设银行－中小企业板交易型开放式指

数基金 
1,757,600 人民币普通股 

陈瑞华 1,052,975 人民币普通股 

高真真 998,800 人民币普通股 

天津海泰科技投资管理有限公司 860,000 人民币普通股 

沈军 850,000 人民币普通股 

陈文龙 823,650 人民币普通股 

张宏国 560,003 人民币普通股 

滕新年 541,789 人民币普通股 

§3 重要事项 

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 

√ 适用 □ 不适用 

1、报告期内，货币资金比年初增加 218.92%，主要系银行存款增加所致。 
2、报告期内，应收票据比年初减少 46.08%，主要系应收票据结算量减少所致。 
3、报告期内，应收账款比年初增加 95.89%，主要系客户欠货款增加所致。 
4、报告期内，预付账款比年初增加 38.67%，主要系预付客户货款、工程款增加所致。 
5、报告期内，其他应收款比年初增加 1678.70%，主要原因是项目征地费及工程押金增加所致。 
6、报告期内，可供出售金融资产比年初减少 100%，主要系公司出售了所持有的金融资产所致。 
7、报告期内，在建工程比年初增加 52.71%，主要系项目工程建设所致。 
8、报告期内，工程物资比年初增加 196.19%，主要系项目工程采购所致。 
9、报告期内，短期借款比年初增加 59.03%，主要系公司增加银行借款所致。 
10、报告期内，应付票据比年初增加 138.39%，主要系公司使用应付票据结算量增加所致。 
11、报告期内，预收款项比年初减少 84.28%，主要系公司预收客户货款减少所致。 
12、报告期内，应付职工薪酬比年初减少 32.52%，主要系公司支付职工薪酬余额减少所致。 
13、报告期内，应交税费比年初减少 171.03%，主要系公司收到退税及应交税金减少所致。  
14、报告期内，其他应付款比年初减少 62.16%，主要系公司往来减少所致。 
15、报告期内，长期借款比年初增加 610.80%，主要系公司长期借款增加所致。 
16、报告期内，递延所得税负债比年初减少 100%，主要系公司出售了所持有的金融资产，其相对应的递延所得税负债减少致。

17、报告期内，营业收入比上年同期减少 37.48%，主要系公司受经济危机影响，导致销售下降所致。 
18、报告期内，营业税金及附加比上年同期减少 110.53%， 主要系公司销售额、毛利下降，相对应的税金及附加同比减少及

退税增加所致。 
19、报告期内，财务费用比上年同期增加 40.55%，主要系公司银行贷款增加，相应的利息支出增加所致。 
20、报告期内，资产减值损失比上年同期增加 435.03%，主要系公司计提存货减值准备增加所致。 
21、报告期内，投资收益比上年同期增加 4294.98%，主要系公司出售金融资产获得的投资收益所致。 
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22、报告期内，营业外收入比上年同期减少 68.06%，主要系公司固定资产处置减少所致。  
23、报告期内，所得税费用比上年同期减少 93.76%，主要系公司利润总额大幅下降导致企业所得税同比减少所致。  
24、报告期内，经营活动现金流入比上年同期减少 52.63%，主要因为销售下降、销售账期延长所致。 
25、报告期内，经营活动现金流出比上年同期减少 41.06%%，主要系销售下降导致生产采购相应也减少所致。 
26、报告期内，投资活动现金流入比上年同期减少 64.62%，主要因为处置固定资产减少所致。 
27、报告期内，投资活动现金流出比上年同期增加 56.88%，主要系孙公司尚处建设期，项目建设支出增加所致。 
28、报告期内，筹资活动现金流入比上年同期增加 273.09%，主要系银行贷款增加、吸收股东投资增加所致。 
29、报告期内，筹资活动现金流出比上年同期增加 113.83%，主要系偿还银行到期贷款以及分红派息所致。 
 

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 

一、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 
二、日常经营重大合同的签署和履行情况； 
（一）公司与 TCS 公司的设备采购合同 
2006 年 5 月 29 日，公司与 TCS 公司签订了合同编号为 06ZHTC-01 的《设备采购合同》。合同中约定：公司向 TCS 公司购买

采用现代设计及优质材料制造而成的成熟的设备，用于建设 6 英寸半导体功率器件生产线；卖方须保证交付的设备与合同要

求完全相符，并保证设备制造工艺，使用的材料不存在任何缺陷；卖方须在本合同签署后 5 个月内，按照 DDU 条款交付合

同设备，目的港为中国天津港或机场；合同设备总价款为 2,300 万美元，采取电汇、分期付款的方式进行；如发现货物质量

与提单和合同的质量不符，买方有权在卸货后 60 天内提出索赔；由卖方提供的合同设备保修期为：新设备为交付后 12 个月，

旧设备为交付后 6 个月；买卖双方应友好解决所有争端，如若不能解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京，按照国

际商会条款仲裁，仲裁是终局的，对双方均具约束力，在任何国家具有强制力。目前双方按照合同基本履行完毕，除个别设

备因政府手续原因有一定滞后外，但不影响设备的成套性和试生产，10,000 片/月生产线调试正常。该合同已在 2007 年 3 月

29 日刊登的公司《首次公开发行股票招股意向书》中披露。 
报告期内按照合同约定双方基本履行完毕。 
（二）公司与 AET 公司的设备采购合同 
为采购本次募集资金投资项目所需设备，2007 年 4 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意公司与

GE 公司签署《设备销售协议》，通过 GE 公司采购三星公司的 6 英寸线二手设备 72 台套，合同金额 419.2 万美元，该合同

已于 2007 年 4 月 18 日签署；同意公司与韩国 AET 公司签署《装配应用 0.35 微米工艺的 6 英寸半导体设备合同》，通过 AET 
公司采购、翻新 94 台套设备，并负责公司采购三星公司的 6 英寸线二手设备 72 台套的除污、运输、质量保证和部分设备的

翻新等工作，合同金额 1680.8 万美元，该合同已于 2007 年 4 月 18 日签署。目前双方按照合同约定正常履行。该合同已在 2007
年 4 月 19 日刊登的公司《首次公开发行股票上市公告书》中披露。 
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更设备采购合同的议案》，根据募集资金项目实际建设进度及韩国 AET 公

司请求，双方进行友好协商，对原合同内容进行部分变更，具体情况如下： 
1、采购内容：通过 AET 公司采购、翻新 94 台套设备变更为 50 台套，设备金额为 815.5 万美元；AET 公司负责公司的已采

购的三星公司的 72 台套 6 英寸线二手设备中 49 台套设备的除污、运输、质量保证和部分设备的翻新等工作，安装服务费金

额为 419.4 万美元；AET 公司在新合同签订之日起至 2009 年 12 月向公司提供生产线备件和原材料，采购金额为 445.9 万美

元。 
2、付款方式：公司已执行的 735 万美元付款作为本次变更后的合同的预付款，公司后续向 AET 公司付款采用 L/C 付款方式。

报告期内按照合同约定正常履行。 
(三) 公司与成都爱德工程有限公司《建设工程施工合同》 
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议〈建设工程施工合同〉的议案》，根据募集资金项目实际建设进度，公司

在前期已有合同的基础上，公司与成都爱德工程有限公司签订新的《建设工程施工合同》，新合同生效，旧合同作废。合同主

要条款如下： 
1、工程概况： 
1）工程名称：6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线工程 
2）立项批文号：津园区发审［2005］006 号 
3）工程内容：厂房改造及安装项目 
2、合同金额：68,688,240 元，合同最终金额以实际发生工作量计算。 
3、付款方式： 
1）合同签订七日内公司支付合同价款 30%的预付款，扣回工程款的时间、比例：在每个月进度款中扣 10%，分三个月扣完。

2）工程进度款支付：每月 1 号至 3 号支付上月工程进度款的 80%，工程竣工支付合同总价的 95%，公司滞留 5%的质量保证

金，合同保修期满后一个月内付清。 
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该合同已在 2007 年 11 月 19 日刊登的公司《关于建设工程施工合同的公告》中披露，报告期内按照合同约定双方基本履行完

毕。 
(四)全资子公司大额采购、销售长期合同 
1、2008 年 5 月 15 日，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”） 签订了《多晶硅材

料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供应-采购

量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，2008 年度、2009 年度供应-采购量分别为

32 吨、270 吨，其余年度为 360 吨，合同总供应采购量为 3182 吨。双方 2008 年至 2013 年的交易总量为 1742 吨，以此期间

合计供应-采购金额作为合同金额，为人民币 132,040.00 万元；履约方式及付款方式：环欧公司于 2008 年按照合同金额的一

定比例向江苏顺大支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款；江苏顺大根据合同约定向

环欧公司提供多晶硅原材料，在 2009 年至 2014 年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款，并于 2014 年末留存少量预付款

作为 2015 年至 2017 年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司 2008 年 6 月 5 日召开的 2008 年第三次临时股东大会批

准，并已在 2008 年 5 月 15 日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。 
报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料 60 吨，金额为 4,175 万元（含税）。期末预付帐款余额 7,005 万元。 
2、2008 年 7 月 16 日，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”） 签订了《单晶硅片

长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；协议供

应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应-采购量

分别为1,275万片、1,715万片，1,720万片、1,726万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为8,171 万片，总金额为人民币244,906.00
万元；履约方式及付款方式：展丰能源于 2008 年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议预付款，并按照履行期限内的

实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片，在 2009 年至 2013 年期间逐年以双方

约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于 2008 年 8 月 6 日召开的 2008 年第五次临时股东大会批准，并已在 2008
年 7 月 16 日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。 
报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片 260.94 万片，金额为 4988.67 万元（含税），期末预收帐款余额为零。 
 
 

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 

√ 适用 □ 不适用 

承诺事项 承诺内容 履行情况 

股改承诺 无 无 

股份限售承诺 

公司控股股东天津市中环电子信

息集团有限公司(下称“中环集

团”)自公司股票上市之日起 36 
个月内，不会转让或者委托他人

管理其持有的公司股份，也不由

公司回购其持有的上述股份。 

已履行 

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺 无 无 

重大资产重组时所作承诺 

因以资产认购公司非公开发行股

票，中环集团承诺自取得公司非

公开发行的股份之日（2008 年 6
月 2 日）起 36 个月内不向任何

第三方转让或交易其所拥有中环

股份权益的股份。本次交易的环

欧公司 31.38%的股权资产对应

的 2008 年度、2009 年度、2010
年度的净利润将分别不低于

3,772.82 万元、4,329.18 万元、

4,731.16 万元，若某个会计年度

未能达到前述相应指标，差额部

分将由中环集团在该年年度报告

公告后 15 日内以现金向中环股

份无偿补足。 

2008 年度完成所作承诺 

发行时所作承诺 公司法人股东天津药业集团有限

公司、天津经发投资有限公司、
已履行 
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天津海泰科技投资管理有限公司

承诺：自股票上市之日起十二个

月内，不转让或者委托他人管理

其持有的公司股份，也不由公司

收购该部分股份。作为公司董事、

监事、高管的自然人股东禄大新、

张爱华、丛培金、孙志昌、李石

柱、张贵武、滕新年、吴桂兰、

白建珉还承诺：除前述自股票上

市之日起十二个月内不转让或者

委托他人管理其持有的公司股份

外，在其任职期间每年转让的股

份不超过其所持有公司股份总数

的 25%，离职后半年内不转让其

所持有的公司股份。 

其他承诺（含追加承诺） 

中环集团承诺：1、保证不再从事

与公司相同、类似以及其他可能

与公司构成竞争的业务；2、如公

司业务变更，保证不再从事与公

司相同、类似以及其他可能与公

司构成竞争的业务；3、上述承诺

在作为第一大股东期间持续有

效；4、以上承诺为不可撤消之承

诺。 因以资产认购公司非公开发

行股票，中环集团承诺自取得公

司非公开发行的股份之日（2008
年 6 月 2 日）起 36 个月内不向任

何第三方转让或交易其所拥有中

环股份权益的股份。 

已履行 

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计 

单位：（人民币）元 

业绩亏损 
2009 年度预计的经营业绩 

亏损金额为 8000—9000 万元 

2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 141,645,084.20

业绩变动的原因说明 

主要原因：1、亏损金额为 8000--9000 万元。其主要原因为受国际市场及产业环境双重影响，公

司产品的市场需求量较上年度出现大幅下滑，产销规模及销售单价下降导致公司主营业务收入

同比减少，毛利率下降。 
2、募集资金项目受产业环境影响，产能不能按计划如期释放，造成相对数额较大的折旧费用和

生产线维持费用。 
3，新建项目尚处于建设期，报告期内增加了固定资产投入。 
 

3.5 证券投资情况 

□ 适用 √ 不适用 

§4 附录 

4.1 资产负债表 

编制单位：天津中环半导体股份有限公司                   2009 年 09 月 30 日                   单位：（人民币）元 
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期末余额 年初余额 
项目 

合并 母公司 合并 母公司 

流动资产：     

  货币资金 578,750,961.64 195,487,894.25 181,473,199.22 81,874,952.72

  结算备付金     

  拆出资金     

  交易性金融资产     

  应收票据 24,304,265.89 7,582,522.12 45,071,411.63 35,161,594.98

  应收账款 161,450,291.03 71,153,469.03 82,417,586.26 60,249,164.91

  预付款项 175,043,701.18 29,550,386.67 126,233,983.82 8,756,876.57

  应收保费     

  应收分保账款     

  应收分保合同准备金     

  应收利息     

  应收股利     

  其他应收款 18,923,753.60 853,693.88 1,063,909.82 1,148,986.26

  买入返售金融资产     

  存货 209,813,115.71 94,533,462.88 195,952,768.62 97,636,298.62

  一年内到期的非流动资产     

  其他流动资产     

流动资产合计 1,168,286,089.05 399,161,428.83 632,212,859.37 284,827,874.06

非流动资产：     

  发放贷款及垫款     

  可供出售金融资产 0.00 0.00 11,120,000.00 11,120,000.00

  持有至到期投资     

  长期应收款     

  长期股权投资 122,475.91 687,945,540.51 131,687.28 487,954,751.88

  投资性房地产     

  固定资产 994,091,223.58 697,542,959.88 1,001,369,171.91 708,190,958.85

  在建工程 171,340,180.26 64,065,856.55 112,200,731.56 59,958,981.54

  工程物资 163,803,563.83 55,304,013.55 

  固定资产清理     

  生产性生物资产     

  油气资产     

  无形资产 15,184,541.75 10,087,320.68 12,054,404.53 10,309,483.61

  开发支出     

  商誉 214,683,196.33 214,683,196.33 

  长期待摊费用 40,204.64 0.00 

  递延所得税资产 11,967,794.27 9,254,853.20 11,993,200.53 9,254,853.20

  其他非流动资产     

非流动资产合计 1,571,233,180.57 1,468,896,530.82 1,418,856,405.69 1,286,789,029.08

资产总计 2,739,519,269.62 1,868,057,959.65 2,051,069,265.06 1,571,616,903.14

流动负债：     
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  短期借款 300,560,615.17 80,000,000.00 189,000,000.00 50,000,000.00

  向中央银行借款     

  吸收存款及同业存放     

  拆入资金     

  交易性金融负债     

  应付票据 11,919,642.47 5,000,000.00 

  应付账款 90,118,004.43 50,459,041.01 75,216,899.30 47,015,116.48

  预收款项 4,828,463.07 1,865,406.67 30,719,654.79 1,644,556.19

  卖出回购金融资产款     

  应付手续费及佣金     

  应付职工薪酬 1,814,973.98 1,634,796.64 2,689,600.14 1,723,102.43

  应交税费 -30,471,466.40 -1,660,180.80 -11,242,854.18 -940,933.35

  应付利息     

  应付股利     

  其他应付款 2,066,787.30 1,385,600.15 5,462,325.21 2,412,451.25

  应付分保账款     

  保险合同准备金     

  代理买卖证券款     

  代理承销证券款     

  一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

  其他流动负债     

流动负债合计 420,837,020.02 173,684,663.67 336,845,625.26 141,854,293.00

非流动负债：     

  长期借款 710,800,000.00 296,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00

  应付债券     

  长期应付款     

  专项应付款     

  预计负债     

  递延所得税负债 0.00 0.00 1,518,000.00 1,518,000.00

  其他非流动负债 35,507,366.95 23,566,659.00 36,927,945.18 23,941,662.00

非流动负债合计 746,307,366.95 319,566,659.00 138,445,945.18 55,459,662.00

负债合计 1,167,144,386.97 493,251,322.67 475,291,570.44 197,313,955.00

所有者权益（或股东权益）：     

  实收资本（或股本） 482,829,608.00 482,829,608.00 482,829,608.00 482,829,608.00

  资本公积 692,106,773.35 771,130,754.28 700,708,773.35 779,732,754.28

  减：库存股     

  专项储备     

  盈余公积 23,025,760.04 23,025,760.04 23,025,760.04 23,025,760.04

  一般风险准备     

  未分配利润 246,183,231.81 97,820,514.66 305,548,927.15 88,714,825.82

  外币报表折算差额     

归属于母公司所有者权益合计 1,444,145,373.20 1,374,806,636.98 1,512,113,068.54 1,374,302,948.14

少数股东权益 128,229,509.45 63,664,626.08 
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所有者权益合计 1,572,374,882.65 1,374,806,636.98 1,575,777,694.62 1,374,302,948.14

负债和所有者权益总计 2,739,519,269.62 1,868,057,959.65 2,051,069,265.06 1,571,616,903.14

4.2 本报告期利润表 

编制单位：天津中环半导体股份有限公司                    2009 年 7-9 月                    单位：（人民币）元 

本期 上年同期 
项目 

合并 母公司 合并 母公司 

一、营业总收入 153,846,867.83 54,720,724.96 236,136,411.44 66,491,410.06

其中：营业收入 153,846,867.83 54,720,724.96 236,136,411.44 66,491,410.06

      利息收入     

      已赚保费     

      手续费及佣金收入     

二、营业总成本 184,333,217.27 81,808,932.05 205,793,459.80 62,686,565.25

其中：营业成本 156,965,465.76 66,219,491.18 180,017,028.16 49,985,774.46

      利息支出     

      手续费及佣金支出     

      退保金     

      赔付支出净额     

      提取保险合同准备金净

额 
    

      保单红利支出     

      分保费用     

      营业税金及附加 40,568.07 832.50 1,772,849.59 387,664.26

      销售费用 2,649,438.22 1,918,505.03 2,620,145.76 1,849,772.22

      管理费用 14,191,314.57 6,799,773.60 13,829,719.01 6,950,669.20

      财务费用 8,041,727.52 4,555,860.81 5,570,189.18 1,699,170.39

      资产减值损失 2,444,703.13 2,314,468.93 1,983,528.10 1,813,514.78

  加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列） 
    

      投资收益（损失以“-”号

填列） 
-1,472.51 19,998,527.49 297,183.71 297,183.71

        其中：对联营企业和合

营企业的投资收益 
    

    汇兑收益（损失以“-”号填

列） 
    

三、营业利润（亏损以“-”号填

列） 
-30,487,821.95 -7,089,679.60 30,640,135.35 4,102,028.52

  加：营业外收入 5,853,185.88 4,844,779.59 677,523.04 187,501.00

  减：营业外支出 23,734.14 23,061.26 342,860.10 198,061.20

    其中：非流动资产处置损失     

四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 

-24,658,370.21 -2,267,961.27 30,974,798.29 4,091,468.32

  减：所得税费用 23,563.09 7,853,736.92 917,631.16

五、净利润（净亏损以“-”号填 -24,681,933.30 -2,267,961.27 23,121,061.37 3,173,837.16
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列） 

    归属于母公司所有者的净

利润 
-24,812,809.02 -2,267,961.27 23,207,623.15 3,173,837.16

    少数股东损益 130,875.73 -86,561.78 

六、每股收益：     

    （一）基本每股收益 -0.05 0.05 

    （二）稀释每股收益 -0.05 0.05 

七、其他综合收益     

八、综合收益总额 -24,681,933.30 -2,267,961.27 23,121,061.37 3,173,837.16

    归属于母公司所有者的综

合收益总额 
-24,812,809.03 -2,267,961.27 23,207,623.15 3,173,837.16

    归属于少数股东的综合收

益总额 
130,875.73 -86,561.78 

4.3 年初到报告期末利润表 

编制单位：天津中环半导体股份有限公司                    2009 年 1-9 月                    单位：（人民币）元 

本期金额 上期金额 
项目 

合并 母公司 合并 母公司 

一、营业总收入 424,875,109.85 120,281,722.66 679,559,177.58 166,280,913.10

其中：营业收入 424,875,109.85 120,281,722.66 679,559,177.58 166,280,913.10

      利息收入     

      已赚保费     

      手续费及佣金收入     

二、营业总成本 491,219,105.59 195,299,662.75 548,908,208.14 158,442,822.21

其中：营业成本 412,102,711.84 148,602,318.72 471,639,713.07 124,857,074.59

      利息支出     

      手续费及佣金支出     

      退保金     

      赔付支出净额     

      提取保险合同准备金净

额 
    

      保单红利支出     

      分保费用     

      营业税金及附加 -578,480.46 -661,925.27 5,493,053.09 1,120,928.92

      销售费用 6,387,350.60 4,610,314.68 6,181,931.57 4,218,391.33

      管理费用 39,546,835.20 20,087,769.31 49,107,093.89 20,423,364.20

      财务费用 19,398,785.96 10,333,019.99 13,802,095.30 5,392,190.39

      资产减值损失 14,361,902.45 12,328,165.32 2,684,321.22 2,430,872.78

  加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列） 
    

      投资收益（损失以“-”号

填列） 
13,514,974.06 93,514,974.06 307,509.61 307,509.61

        其中：对联营企业和合

营企业的投资收益 
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    汇兑收益（损失以“-”号填

列） 
    

三、营业利润（亏损以“-”号填

列） 
-52,829,021.68 18,497,033.97 130,958,479.05 8,145,600.50

  加：营业外收入 10,762,474.11 5,260,586.64 33,700,267.42 32,480,965.27

  减：营业外支出 158,251.31 123,969.56 370,508.60 220,727.71

    其中：非流动资产处置损失     

四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 

-42,224,798.88 23,633,651.05 164,288,237.87 40,405,838.06

  减：所得税费用 2,591,124.85 43,073.97 41,534,708.31 9,982,848.66

五、净利润（净亏损以“-”号填

列） 
-44,815,923.73 23,590,577.08 122,753,529.56 30,422,989.40

    归属于母公司所有者的净

利润 
-44,880,807.11 23,590,577.08 103,437,661.47 30,422,989.40

    少数股东损益 64,883.38 19,315,868.09 

六、每股收益：     

    （一）基本每股收益 -0.0930 0.2233 

    （二）稀释每股收益 -0.0930 0.2233 

七、其他综合收益     

八、综合收益总额 -44,815,923.73 23,590,577.08 122,753,529.56 30,422,989.40

    归属于母公司所有者的综

合收益总额 
-44,880,807.11 23,590,577.08 103,437,661.47 30,422,989.40

    归属于少数股东的综合收

益总额 
64,883.38 19,315,868.09 

4.4 年初到报告期末现金流量表 

编制单位：天津中环半导体股份有限公司                    2009 年 1-9 月                    单位：（人民币）元 

本期金额 上期金额 
项目 

合并 母公司 合并 母公司 

一、经营活动产生的现金流量：     

    销售商品、提供劳务收到的

现金 
374,890,167.15 152,151,781.91 816,311,470.64 225,527,256.61

    客户存款和同业存放款项

净增加额 
    

    向中央银行借款净增加额     

    向其他金融机构拆入资金

净增加额 
    

    收到原保险合同保费取得

的现金 
    

    收到再保险业务现金净额     

    保户储金及投资款净增加

额 
    

    处置交易性金融资产净增

加额 
    

    收取利息、手续费及佣金的

现金 
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    拆入资金净增加额     

    回购业务资金净增加额     

    收到的税费返还 12,860,949.58 8,331,067.21  

    收到其他与经营活动有关

的现金 
7,941,584.45 5,430,146.05 19,034,791.01 13,606,100.57

      经营活动现金流入小计 395,692,701.18 165,912,995.17 835,346,261.65 239,133,357.18

    购买商品、接受劳务支付的

现金 
340,749,915.35 131,082,789.00 556,770,142.30 126,093,102.52

    客户贷款及垫款净增加额     

    存放中央银行和同业款项

净增加额 
    

    支付原保险合同赔付款项

的现金 
    

    支付利息、手续费及佣金的

现金 
    

    支付保单红利的现金     

    支付给职工以及为职工支

付的现金 
54,607,928.88 34,507,289.08 53,985,948.42 31,737,998.52

    支付的各项税费 9,869,519.31 4,975,121.91 93,427,226.90 24,287,722.13

    支付其他与经营活动有关

的现金 
14,786,702.48 6,931,197.43 8,481,794.18 344,641.64

      经营活动现金流出小计 420,014,066.02 177,496,397.42 712,665,111.80 182,463,464.81

        经营活动产生的现金

流量净额 
-24,321,364.84 -11,583,402.25 122,681,149.85 56,669,892.37

二、投资活动产生的现金流量：     

    收回投资收到的现金     

    取得投资收益收到的现金 14,524,185.43 94,524,185.43 300,000.00 300,000.00

    处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额
125,975.54 1,100.00 40,802,495.69 40,730,495.69

    处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额 
    

    收到其他与投资活动有关

的现金 
  309,298.00 309,298.00

      投资活动现金流入小计 14,650,160.97 94,525,285.43 41,411,793.69 41,339,793.69

    购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 
341,470,447.05 40,646,148.11 207,717,082.61 111,425,125.41

    投资支付的现金  200,000,000.00  20,000,000.00

    质押贷款净增加额     

    取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额 
    

    支付其他与投资活动有关

的现金 
30,033.59 9,966,201.76 9,966,201.76

      投资活动现金流出小计 341,500,480.64 240,646,148.11 217,683,284.37 141,391,327.17

        投资活动产生的现金

流量净额 
-326,850,319.67 -146,120,862.68 -176,271,490.68 -100,051,533.48

  三、筹资活动产生的现金流

量： 
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    吸收投资收到的现金 355,800,000.00 63,700,000.00 

    其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 
355,800,000.00 63,700,000.00 

    取得借款收到的现金 774,472,155.17 396,000,000.00 239,250,000.00 35,000,000.00

    发行债券收到的现金     

    收到其他与筹资活动有关

的现金 
    

      筹资活动现金流入小计 1,130,272,155.17 396,000,000.00 302,950,000.00 35,000,000.00

    偿还债务支付的现金 346,925,566.32 100,000,000.00 133,750,000.00 10,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

支付的现金 
34,697,191.92 24,682,793.54 41,030,344.81 31,949,130.26

    其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润 
    

    支付其他与筹资活动有关

的现金 
  3,691,971.70 2,920,000.00

      筹资活动现金流出小计 381,622,758.24 124,682,793.54 178,472,316.51 44,869,130.26

        筹资活动产生的现金

流量净额 
748,649,396.93 271,317,206.46 124,477,683.49 -9,869,130.26

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响 
  -11,338.86 -11,338.86

五、现金及现金等价物净增加额 397,477,712.42 113,612,941.53 70,876,003.80 -53,262,110.23

    加：期初现金及现金等价物

余额 
181,473,199.22 81,874,952.72 186,428,317.42 138,692,326.87

六、期末现金及现金等价物余额 578,950,911.64 195,487,894.25 257,304,321.22 85,430,216.64

4.5 审计报告 

审计意见： 未经审计 
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